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Fig. 2

(57) Abstract: A method for producing a component (1), more particularly a plug connector, said component (1) comprising at least one
electrical contact portion which comprises at least one base material (2) and a silver layer (3) applied to the at least one base material (2),
wherein at least one metallic barrier layer (4) is applied at least to portions of the silver layer (3), said barrier layer (4) being designed to
prevent penetration of extraneous substances, especially oxygen atoms (9'), from the surroundings (5) into the silver layer (3) and/or to
prevent emergence of base material (2), especially copper atoms (9), to a surface (6) of the silver layer (3) that faces the surroundings (5).

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung eines Bauteils (1), insbesondere eines Steckverbinders, welches Bauteil (1) we-
nigstens einen elektrischen Kontaktabschnitt aufweist, der wenigstens ein Basismaterial (2) und eine auf dem wenigstens einen Basis-
material (2) aufgebrachte Silberschicht (3) aufweist, wobei auf der Silberschicht (3) zumindest abschnittsweise wenigstens eine metal-
lische Barriereschicht (4) aufgebracht wird, die dazu ausgebildet ist, ein Eindringen von Fremdstoffen, insbesondere Sauerstoffatomen
(9", aus der Umgebung (5) in die Silberschicht (3) und/oder ein Austreten von Basismaterial (2), insbesondere Kupferatomen (9), an
eine der Umgebung (5) zugewandte Oberflache (6) der Silberschicht (3) zu verhindern.
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